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今週のキーワード

AI半導体PKG
先進PKGがAI性能と供給の鍵

19
件

記事数

7
カ国

対象国

80
%

CoWoS成長

90
%

SoIC成長

今週の全19記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
TSMC先進PKGロード
マップ

企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

TSMCが2029年までのCoWoS/SoICロードマップを
発表、AIチップ性能を劇的に向上させ、光集積技術も
導入。

#02
CoWoSが真のボトル
ネック

市場分析
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

AIサプライチェーンの真のボトルネックはHBMではな
くTSMCのCoWoS容量であり、その複雑な製造が課題
。

#03
Nvidia
HBM/CoWoS課題

技術解説
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

Nvidia AI GPUの性能はHBMとCoWoSに依存し、両
者の供給がボトルネック。HBM4ではカスタムボトム
チップ導入へ。

#04 HBMとCXLの役割 技術比較
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

AIデータセンター向けにHBMとCXLが補完的に機能し
、HBM4とSamsung Pangea v2
CXLシステムが注目される。

#05
HBM不足2027年以降
も

市場危機
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

SamsungとSK HynixがHBM不足の長期化を警告、AI
需要が生産能力を上回り2027年以降も継続の見込み
。

#06
SoIC
4.5μmピッチ達成

企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

TSMCがSoIC 3Dスタッキングで2029年までに4.5μ
mピッチ達成を目指し、F2Fスタッキングで性能向上
。

#07
TSMC
2nm/PKG能力拡大

企業戦略
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

●

TSMCが2nmプロセスと先進パッケージング（CoWo
S,
SoIC）の大幅な生産能力拡大を予測、AI需要に対応。

#08
Leti
HB/低温アニーリング

学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

CEA-Letiが1µmピッチハイブリッドボンディングと1
00°C超低温アニーリング技術を発表、3D統合を加速
。

#09 韓国PKG技術へ注力 業界動向
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

韓国半導体業界が微細化から先進パッケージングへ戦
略転換、2.5D/3Dスタッキングやチップレットに注力
。

#10
テスラ「テラファブ」
構想

企業戦略
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●○○

○
●●○○

○

イーロン・マスクがAIチップ自社生産「テラファブ」
構想を発表、ファウンドリからパッケージングまで垂
直統合を目指す。

#11
韓国DRAM長期契約強
化

市場戦略
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
SamsungとSK HynixがDRAM長期供給契約を強化し
市場主導権を固める一方、日本はHBM量産に課題。

#12
Samsung
HBM4/HB投資

企業戦略
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

SamsungがHBM4市場のリーダーシップ確立へ、ハイ
ブリッドボンディング技術に大規模投資し国内生産ラ
インを強化。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#13
Nanya Nvidia
LPDDR5X

企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○

台湾Nanya TechnologyがNvidiaのLPDDR5Xサプラ
イヤーとなり、TSMCのPKG最適化でAI推論市場での
存在感を高める。

#14 中国メモリ技術追撃 業界動向
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○

NAND価格高騰の中、中国YMTCがハイブリッドボン
ディング特許を確保し、CXMTはDDR5生産開始、HB
M市場参入も視野に。

#15 Intel PKG戦略転換 企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

Intelが先進プロセス競争から先進パッケージング（Fo
veros, EMIB）へ戦略転換し、AIカスタムチップ市場
を狙う。

#16 AI供給危機再燃警告 市場危機
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

ベイン・アンド・カンパニーがAIブームによる第二の
半導体供給危機を警告、GPUとHBM需要がサプライチ
ェーンを圧迫。

#17
Samsung
GAA/CoWoS課題

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

SamsungのGAA技術はTSMC CoWoSとの競争で信頼
性確保に課題を抱え、Nvidiaなど主要顧客はTSMCを
好む。

#18 Google AI/PKG投資 業界動向
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

GoogleがAIチップで効率化を追求し、パッケージン
グ投資と半導体製造装置需要が回復、Lam
Researchの成長を後押し。

#19
2026年半導体トレン
ド

市場概観
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○

SDKI Analyticsが2026年半導体トレンドを予測、AI
インフラ、HBM、後工程能力増強、チップレットが市
場を牽引。

●●●●○ 高 ●●●○○ 中高 ●●○○○ 中 ●○○○○ 低 | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ AI半導体PKGのボトルネックは自社の設計前提を変えるか？
TSMCのCoWoS/SoICがAIチップ性能向上の鍵を握り、HBMと共に供給ボトルネックとなっています。特にCoWoSウェ
ハーの平均販売価格が7nmプロセスに匹敵する1万ドルに達するなど、その戦略的価値は高まる一方です。自社のAIチッ
プ設計や調達戦略において、このボトルネックをどう乗り越えるか、あるいは活用するか、再検討が必要です。

❷ ハイブリッドボンディングの超低温化は新たな材料・装置市場を創出するか？
CEA-Letiが100°Cという超低温でのハイブリッドボンディングに成功し、SamsungもHBM4向けに大規模投資を進めて
います。この技術は、温度に敏感な材料や既存CMOSプロセスとのヘテロジニアス統合を可能にし、高密度3D積層の可能
性を広げます。この技術革新が、日本の材料・装置メーカーにとって新たなビジネスチャンスとなるか、その動向を注視
すべきです。

❸ 中国メモリメーカーの追撃は日本のサプライチェーンにどう影響するか？
中国YMTCがハイブリッドボンディング特許を確保し、CXMTがDDR5生産を開始するなど、中国メモリメーカーの技術追
撃が顕著です。HBM市場への参入も視野に入れていると報じられており、既存の韓国勢との競争激化は必至です。日本の
材料・装置メーカーは、この変化する市場環境において、中国市場へのアプローチや技術戦略を再構築する必要があるで
しょう。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

TSMC先進PKGAI供給難HB技術進化

中国メモリ

PKG競争Google AI
HBM/CXL

テスラPKG

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● TSMC先進PKG 注意 AIチップ性能向上に貢献 TSMC依存度増、競争激化

● AI供給難 注意 代替技術・材料開発 AIチップ調達難、コスト高騰

● HB技術進化 機会大 高密度PKG材料・装置開発 技術習得遅れ、陳腐化

● 中国メモリ 脅威大 中国市場向け材料・装置供給 技術格差縮小、価格競争激化

● PKG競争 注意 多様なPKG技術の選択肢 競争激化、技術標準の乱立
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● Google AI 機会大 AI向けPKG材料・装置需要増 —

● HBM/CXL 機会大 新しいメモリソリューション —

● テスラPKG 参考 新規顧客開拓の可能性 サプライチェーン再編不確実性
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深掘り ① ― TSMC、AI時代を牽引する先進PKGロードマップ
#01 | 2026/04/27 | Tom's Hardware | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

TSMCは、AI/HPC需要に対応するため、CoWoSおよびSoICの先進パッケージングロードマップを公開しました。202
9年までに14レティクルを超える大型パッケージを開発し、最大24個のHBM5Eと多数のコンピュートダイを統合する
計画です。これにより、AIアクセラレータの処理能力は48倍、メモリ帯域幅は34倍に向上すると予測されています。

CoWoSウェハーの平均販売価格は7nmプロセスに匹敵する1万ドル近くに達し、先進パッケージングが主要な収益源と
なることを示唆しています。SoICは2029年までに6ミクロンから4.5ミクロンへのピッチ微細化を目指し、Face-to-Fa
ce (F2F) スタッキングをサポートすることで、レイテンシと消費電力を大幅に削減します。富士通のスーパーコンピュ
ーター用CPU「Monaka」がSoICの早期採用例として挙げられています。

▶ 技術者の視点

TSMCのロードマップは、AIチップの性能向上がプロセス微細化から先進パッケージングへとシフトし
ていることを明確に示しています。特にCoWoSのウェハー価格が1万ドルに迫るという予測は、その技
術的難易度と市場価値の高さを示唆しており、日本の半導体材料・装置メーカーにとっては大きな【機
会】です。ただし、このロードマップはTSMCの優位性をさらに強固にするため、日本の半導体設計・
製造企業にとってはTSMCへの【脅威】と依存度増大のリスクも伴います。特に光集積技術COUPE™の
2026年生産開始は、光電融合の動きを加速させるでしょう。日本の企業は、TSMCのロードマップを深
く理解し、自社の技術がどの部分で貢献できるか、あるいは競争に巻き込まれるかを早急に分析し、具
体的な協業戦略や差別化戦略を策定すべきです。

深掘り ② ― TSMC SoIC 3Dスタッキング、4.5μmピッチへ
#06 | 2026/04/29 | Tom's Hardware | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

TSMCは、System on Integrated Chips (SoIC) 3Dスタッキング技術のロードマップを発表し、2029年までに4.5ミ
クロンピッチの達成を目指します。これは現在の6ミクロンから大幅な微細化であり、ダイ間の接続密度を向上させ、
システム全体の性能向上に直結します。

SoICは初期のface-to-backスタッキングからface-to-face (F2F) スタッキングへと進化しました。F2Fスタッキングは
、積層されたチップの回路面同士を直接接続することで、信号経路を最短化し、極めて低いレイテンシ、優れた電力効
率、そして簡素化されたルーティングを実現します。富士通のスーパーコンピューター用CPU「Monaka」がこのF2F
SoIC技術の早期採用者として注目されています。

▶ 技術者の視点

SoICのピッチ微細化とF2Fスタッキングの導入は、3D積層技術における重要なブレークスルーです。特
にF2Fスタッキングは、ダイ間の直接接続により、信号伝送のボトルネックを劇的に解消し、AIアクセ
ラレータやHPCプロセッサの性能を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。この技術は、従来のマ
イクロバンプ技術の限界を超えるものであり、日本の高精度ボンディング装置や微細加工材料メーカー
にとっては大きな【機会】となります。富士通の「Monaka」での採用は、日本の技術者にとって具体
的な応用事例として参考になるでしょう。ただし、この技術の実現には、極めて高い位置合わせ精度と
プロセス制御が要求されるため、関連する装置や材料の開発競争はさらに激化する【脅威】があります
。日本のR&D;部門は、この超微細ピッチボンディングに対応する次世代技術の開発を加速すべきです。
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深掘り ③ ― CEA-Leti、超低温ハイブリッドボンディングの進展
#08 | 2026/05/01 | CEA-Leti | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●○○ データ信頼性●●●●●
日本関連度●●●○○

フランスのCEA-Letiは、ECTC 2026で次世代チップ統合技術の進展を発表します。特に、高密度3D統合の主要技術で
あるハイブリッドボンディングに焦点を当て、1µmまでの超微細ピッチ垂直相互接続を可能にする技術を実演する予定
です。

さらに、100°Cという超低温での直接ハイブリッドボンディングのアニーリングに成功したことを披露します。このブ
レークスルーは、温度に敏感な材料や標準的なCMOSプロセス部品を、熱損傷のリスクなしに3D積層アーキテクチャに
統合することを可能にし、ヘテロジニアス統合の可能性を大きく広げます。

▶ 技術者の視点

CEA-Letiの超低温ハイブリッドボンディングは、学術的なブレークスルーであり、実用化距離はまだ遠
いものの、将来の半導体パッケージングに大きな影響を与える可能性があります。特に100°Cという低
温でのアニーリングは、これまで熱に弱い材料との統合が困難だった分野に新たな【機会】をもたらし
ます。例えば、有機材料やMEMS、さらには量子デバイスなど、多様なコンポーネントを3D積層する道
が開かれるでしょう。日本の材料メーカーは、この低温プロセスに対応する新しい接着材料や保護膜の
開発を加速すべきです。また、超微細ピッチボンディング技術は、既存のボンディング装置メーカーに
とって、さらなる高精度化・高機能化が求められる【脅威】でもあります。R&D;部門は、この技術の進
展を注視し、自社の技術ロードマップに組み込む検討を始めるべきです。

その他の注目記事
CoWoS、HBMではなくAIサプライチェーンの真のボトルネック (Medium)
技新●●○○○ 実用●●●●● 市場●●●●●

AIチップ供給のボトルネックがHBMからCoWoS容量へシフト。日本の装置・材料メーカーはCoWoS関連技術への注力
を強化すべき。

SamsungとSK Hynix、AI需要によるHBM不足が2027年以降も継続すると警告 (Tom's Hardware)
技新●○○○○ 実用●●●●● 市場●●●●●

HBM不足が長期化する見込み。日本の半導体メーカーはHBM調達戦略の見直しと代替メモリ技術の検討が急務。

Samsung、HBM4市場でのリーダーシップ確立に向けハイブリッドボンディング技術へ大規模投資 (The Economy Korea)
技新●●●●○ 実用●●●●○ 市場●●●●○

SamsungのHBM4向けハイブリッドボンディング投資は、高密度PKG材料・装置市場の拡大を示唆。日本の関連企業は
技術連携を模索すべき。

NANDフラッシュ価格高騰と中国メモリメーカーの技術追撃 (The Economy Korea)
技新●●●○○ 実用●●●●○ 市場●●●●○

中国YMTCのハイブリッドボンディング特許確保とDDR5生産開始は、日本のメモリ市場への【脅威】。中国市場戦略
の再考が必要。

最新半導体ニュース：Google AIチップ動向、パッケージング投資と装置需要回復 (note)
技新●●○○○ 実用●●●●● 市場●●●●○

GoogleのAIチップ効率化とPKG投資拡大は、日本の半導体装置・材料メーカーにとって明確な【機会】。顧客ニーズの
深掘りが重要。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【調達】HBMおよびCoWoS関連の主要サプライヤー（TSMC, Samsung, SK
Hynix）との緊急会議を設定し、2027年以降の供給見通しと価格動向について情報収集を行う。

• 【R&D;】CEA-Letiの超低温ハイブリッドボンディング技術に関する詳細論文を精査し、自社の材料・プロセス
技術への応用可能性を初期評価する。

▍短期（1ヶ月）
• 【経営企画】TSMCのCoWoS/SoICロードマップ（#01,
#06）が自社の製品開発ロードマップに与える影響を分析し、戦略的なギャップを特定する。

• 【半導体PKG】ハイブリッドボンディング技術（#08,
#12）の最新動向に関する社内勉強会を実施し、日本の装置・材料メーカーとの連携可能性を検討する。

• 【R&D;】中国メモリメーカー（YMTC, CXMT）の技術追撃（#14）について競合分析を行い、特にハイブリッ
ドボンディング分野での特許動向を調査する。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】AIチップの性能向上に不可欠な先進パッケージング（2.5D/3D、チップレット）に関する自社技術開
発ロードマップを策定し、必要な投資計画を立案する。

• 【調達/経営企画】AI半導体サプライチェーンのボトルネック（#02, #05, #16）を考慮し、複数サプライヤー
戦略や国内生産能力強化の可能性を含めたサプライチェーン多様化戦略を検討する。

• 【EV設計/半導体PKG】GoogleのAIチップ戦略（#18）に見られる効率化・低消費電力化のトレンドを自社のE
V向けAIチップ設計に取り入れ、PKG技術との連携を強化する。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-05-02
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TSMC、次世代CoWoSとSoICのロードマップを発表：AI
チップ性能向上へ向けた先進パッケージング戦略

概要

TSMCは、AIおよび高性能コンピューティング(HPC)の需要に対応するため、CoWoSお
よびSoIC先進パッケージング技術の野心的なロードマップを公開しました。2029年ま
でに14レティクルを超える大型パッケージを開発し、最大24個のHBM5Eモジュールと

多数のコンピュートダイを統合することを目指しています。この技術は、AIアクセラ
レータの処理能力を劇的に向上させ、メモリ帯域幅を大幅に拡張する可能性を秘めて
います。また、次世代プロセスノードであるA12およびA13の量産計画も発表され、先

進パッケージングと連携して半導体性能の新たなフロンティアを切り開きます。

公開日 2026年04月27日  Tom's Hardware  アメリカ



詳細

背景：AI時代の性能ボトルネック

近年、人工知能(AI)の急速な発展に伴い、GPUやAIアクセラレータは飛躍的な性能向上
を求められています。しかし、従来のトランジスタ微細化（ムーアの法則）だけではそ
の要求を満たすことが難しくなっており、プロセッサとメモリ間のデータ転送速度（メ
モリウォール）が大きなボトルネックとなっています。この課題を解決するために、先
進パッケージング技術が半導体性能向上の中核を担うようになり、その重要性はプロセ
スノードの微細化と並ぶ、あるいはそれ以上のものとして認識されています。

主要な技術ロードマップと計画

CoWoSの進化： TSMCは、CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)技術のロードマップ
を更新し、2029年までに14レティクルを超えるSiP (System-in-Package)を開発する計
画です。これにより、24個のHBM5Eスタックと複数のコンピュートダイ（最大10個
程度）を単一パッケージに統合することが可能になります。これにより、2024年の
ハイエンドデータセンターSiPと比較して、コンピューティングトランジスタ数は48

倍、メモリ帯域幅は34倍に増加すると予測されています。また、CoWoSウェハーの
平均販売価格は7nmプロセスノードに匹敵する1万ドル近くに達し、先進パッケージ
ングが主要な収益源となることを示唆しています。

SoICの進展：  SoIC (System on Integrated Chips) 3Dスタッキング技術も進化し、
2029年までに6ミクロンから4.5ミクロンへのピッチ微細化を目指しています。当初の
face-to-backスタッキングの制約を克服し、face-to-face (F2F) スタッキングをサポー
トすることで、ダイ間のレイテンシ、消費電力、配線複雑性を大幅に削減します。富
士通のスーパーコンピューター用CPU「Monaka」が早期採用例として挙げられてい
ます。

プロセスノードとプラットフォーム： 2029年までにA13プロセス（A14の光学スケー
ル版）およびA12プロセス（第2世代GAAトランジスタとバックサイドパワーデリバ
リー技術採用）の量産が計画されています。さらに、CoWoSの容量は2022年から
2027年にかけて年間約80%成長し、SoICの容量は年間90%以上増加すると予測されて
います。40レティクルサイズのSoW-X (System-on-Wafer)プラットフォームも2029年
までに展開予定です。光集積技術としてCOUPE™（Co-packaged Optics）も2026年に
生産開始予定で、電力効率の2倍向上とレイテンシの10倍削減を目指します。アリゾ
ナには2029年までに先進パッケージング施設を建設する計画も進められています。



業界への影響と展望

TSMCの先進パッケージングロードマップは、半導体業界における性能向上のパラダイ
ムシフトを明確に示しています。伝統的なプロセス微細化が限界に近づく中で、先進パ
ッケージングが「新しいスケーリングエンジン」として、コンピューティング密度と全
体的な性能を向上させる主要な手段となっています。特にAIチップの需要が爆発的に増
加する中、TSMCのこれらの技術はNvidiaなどの主要顧客にとって不可欠であり、AIハ
ードウェアの供給ボトルネックを解消する鍵となります。これらの投資と技術革新は、
次世代AI、HPC、データセンター技術の発展を大きく加速させるでしょう。

元記事: https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmcs-details-next-gen-cowos-

roadmap-over-14-reticle-packages-and-48x-leap-in-compute-power-expected-by-2029-massive-size-

enables-24-hbm5e-stacks-and-additional-memory-bandwidth-jump

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmcs-details-next-gen-cowos-roadmap-over-14-reticle-packages-and-48x-leap-in-compute-power-expected-by-2029-massive-size-enables-24-hbm5e-stacks-and-additional-memory-bandwidth-jump
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmcs-details-next-gen-cowos-roadmap-over-14-reticle-packages-and-48x-leap-in-compute-power-expected-by-2029-massive-size-enables-24-hbm5e-stacks-and-additional-memory-bandwidth-jump
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmcs-details-next-gen-cowos-roadmap-over-14-reticle-packages-and-48x-leap-in-compute-power-expected-by-2029-massive-size-enables-24-hbm5e-stacks-and-additional-memory-bandwidth-jump


CoWoS、HBMではなくAIサプライチェーンの真のボトル
ネック

概要

本記事は、AIハードウェアサプライチェーンにおける真のボトルネックが、高帯域幅
メモリ（HBM）の供給ではなく、TSMCのCoWoS先進パッケージング容量にあると主
張しています。CoWoSは、コンピュートダイとHBMを物理的に統合するために不可欠

であり、現代のAIアクセラレータにとって従来のパッケージングでは実現不可能な複
雑なタスクを可能にします。HBMの供給は改善が見込まれるものの、先進パッケージ
ング容量の拡大には、より厳格なプロセス制御や装置のリードタイム延長など、特有

の課題が存在します。この分析は、AIハードウェアの強烈な要求により、先進パッケ
ージングが半導体サプライチェーンの戦略的に極めて重要なコンポーネントへと変化
していることを強調しています。

公開日 2026年04月29日  Medium (by elongated_musk)  アメリカ



詳細

背景：AIチップの複雑化とサプライチェーンの課題

近年、AI技術の発展は、AIアクセラレータ、特にGPUの需要を爆発的に増加させていま
す。これらの高性能チップは、膨大なデータを高速に処理するために、高帯域幅メモリ
（HBM）と密接に統合される必要があります。この統合は、従来のパッケージング技術
では実現困難な高度な技術を要するため、半導体サプライチェーンにおける新たなボト
ルネックが浮上しています。

CoWoSが真のボトルネックである理由

記事は、多くの市場ウォッチャーがHBMの供給不足に注目している一方で、実際の制約
はTSMCが提供するCoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)先進パッケージング容量にあ
ると指摘しています。CoWoSは、GPUや特定用途向け集積回路（ASIC）といったコンピ
ュートダイとHBMを単一のパッケージ内に物理的に統合するための技術であり、これに
よりデータ転送距離を最短化し、超高速な通信を可能にします。この複雑な統合プロセ
スは、従来のパッケージングでは対応できないもので、現代のAIアクセラレータの性能
を決定づける上で不可欠です。

HBM自体については、SKハイニックス、Samsung、Micronといった主要サプライヤー
が増産投資を進めており、競争激化により供給状況は改善に向かうと予測されていま
す。しかし、CoWoSのような先進パッケージングは、その製造プロセスが極めて複雑で
あり、歩留まり管理の難しさ、専用装置のリードタイムの長さ、そして生産ラインの立
ち上げに要する期間の長さなど、独自のスケールアップ課題を抱えています。このた
め、HBMの供給が改善されても、パッケージング容量が追いつかなければ、最終的なAI
チップの出荷量は頭打ちになるという構造的な問題が指摘されています。



業界への影響と展望

この分析は、先進パッケージングが半導体産業における「バックエンド」プロセスか
ら、AI時代において「フロントエンド」プロセスと同等、あるいはそれ以上に戦略的に
重要な役割を担うようになったことを示しています。AIハードウェアの性能向上が先進
パッケージングに大きく依存する現状は、TSMCのような先進パッケージング技術のリ
ーダー企業がサプライチェーン全体において決定的な影響力を持つことを意味します。
このボトルネックは、AIチップの供給計画、市場投入スケジュール、そして最終的には
AI技術全体の進化速度に直接的な影響を与えるため、今後の設備投資や技術革新の方向
性を決定する上で極めて重要な要素となります。

元記事: https://medium.com/@Elongated_musk/cowos-not-hbm-is-the-real-ai-supply-bottleneck-

d0ae8f3f7ce4

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://medium.com/@Elongated_musk/cowos-not-hbm-is-the-real-ai-supply-bottleneck-d0ae8f3f7ce4
https://medium.com/@Elongated_musk/cowos-not-hbm-is-the-real-ai-supply-bottleneck-d0ae8f3f7ce4


Nvidia AI GPUにおけるHBMとCoWoSの重要性と供給課
題

概要

本記事は、Nvidiaの高性能AI GPUにとって、高帯域幅メモリ（HBM）とTSMCの
CoWoS先進パッケージングが同等に重要な供給ボトルネックであると分析していま
す。HBMは、プロセッサとインタポーザ、TSVを介して接続される垂直積層DRAMであ

り、「メモリウォール」を克服する上で不可欠です。SK HynixはHBM3Eのパイオニア
とされ、主要サプライヤーは2026年のHBM容量が既に完売していると報告していま
す。HBM4では、メモリとプロセッサの協調設計を可能にするカスタムボトムチップ

が導入されます。HBMとGPUをインタポーザ上に収容するCoWoSパッケージングも不
可欠であり、これら二つの要素のうち、より供給が遅い方がNvidiaやAMDのような企
業の出荷量を決定すると強調されています。

公開日 2026年04月25日  The Curious Mind  アメリカ



詳細

背景：AI時代のGPU性能とメモリの課題

現代のAIシステムは、膨大なデータ処理能力を要求し、その中核を担うのがGPUです。
Nvidiaが製造するAI GPUは、その性能を最大限に引き出すために、従来のメモリ技術で
は不可能なレベルのメモリ帯域幅を必要とします。この「メモリウォール」と呼ばれる
ボトルネックを克服するために、高帯域幅メモリ（HBM）が不可欠なコンポーネントと
して浮上しています。

HBMとCoWoSの重要性

HBMの役割： HBMは、複数のDRAMダイを垂直に積層し、シリコンインタポーザと
TSV（Through-Silicon Vias）を介してプロセッサに接続する革新的なメモリ技術で
す。これにより、従来のDRAMに比べて圧倒的なメモリ帯域幅を提供し、GPUがAI計
算を効率的に実行できるようになります。SK HynixはHBM3Eの先駆者とされ、
SamsungやMicronといった主要サプライヤーは、2026年のHBM生産能力がすでに完
売しており、2027年以降も堅調な需要が続くと報告しています。次世代のHBM4で
は、メモリとプロセッサの協調設計を可能にするカスタムボトムチップが組み込まれ
る予定であり、さらなる性能向上が期待されます。

CoWoSの役割： HBMがデータ帯域幅を提供する一方で、TSMCのCoWoS (Chip-on-

Wafer-on-Substrate)技術は、HBMとGPUダイを一つのパッケージ内に効果的に統合
する役割を担います。CoWoSは、シリコンインタポーザ上に複数のチップを配置
し、高度な相互接続を可能にする2.5Dパッケージング技術です。この技術がなけれ
ば、HBMの高性能をGPUに十分に活かすことはできません。したがって、HBMと
CoWoSは、NvidiaやAMDのような企業が高性能AI GPUを出荷するために同等に不可
欠な要素であり、両者のうち供給が遅い方が最終的な製品出荷量を決定する主要なボ
トルネックとなります。



業界への影響と展望

HBMとCoWoSの供給状況は、AIハードウェア市場全体の成長速度に直接的な影響を与
えます。両技術への巨額な投資と生産能力の拡大が急務であり、その動向はNvidiaのよ
うなAIリーダー企業の収益性だけでなく、AI技術の進化そのものにも影響を与えます。
将来的には、これらの先進パッケージングとメモリ技術のさらなる統合と最適化が、次
世代AIアクセラレータの性能を決定する鍵となるでしょう。

元記事: https://afewthings.substack.com/p/half-of-nvidia

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://afewthings.substack.com/p/half-of-nvidia


HBMとCXL：次世代AIデータセンターにおけるメモリ戦
略と主要企業の動向

概要

本記事は、AIデータセンターの増大するメモリ需要に対応するためのHBMとCXLの補
完的な役割について考察しています。HBMは3DスタッキングされたDRAMチップによ
り超高帯域幅を提供し、HBM4が最新の量産標準です。一方、CXLは通信ボトルネック

を緩和し、拡張性の高い大容量メモリプーリングを可能にする相互接続プロトコルで
す。Samsungの「Pangea v2」CXLメモリシステムは、データ転送効率の大幅な向上で
注目されています。将来的には、HBMがAIの中核計算を、CXLが大容量メモリプール

を担い、AIサーバーで協調すると予測されています。

公開日 2026年04月29日  TradingKey  アメリカ



詳細

背景：AIデータセンターのメモリ需要の高まり

人工知能（AI）の進化は、データセンターのアーキテクチャに革命をもたらしていま
す。特に、AIモデルの学習と推論には膨大な量のデータ処理と、それに見合う高速なメ
モリ帯域幅および大容量メモリが不可欠です。従来のメモリシステムではこの要求に応
えきれないため、High Bandwidth Memory (HBM)とCompute Express Link (CXL)という
二つの革新的な技術が注目を集めています。

HBMとCXLの補完的な役割

HBM (High Bandwidth Memory)： HBMは、複数のDRAMチップを垂直に積層し、
TSV (Through-Silicon Via)技術を用いてプロセッサに直接隣接させることで、超高帯
域幅を実現するメモリです。現在のところ、HBM4が最新の量産標準であり、AI計算
のコア部分で必要とされる最大級の帯域幅を提供します。HBMは、プロセッサと密
接に連携し、複雑なAIモデルの学習や大規模なデータセットの高速処理に最適です。

CXL (Compute Express Link)： CXLは、CPU、GPU、メモリ、ストレージといった異
なるデバイス間で高速かつ低レイテンシの通信を可能にする新しいオープンスタンダ
ードの相互接続プロトコルです。CXLの主な利点は、メモリプーリングとメモリ拡張
にあります。これにより、サーバー内のメモリ容量をテラバイトレベルまで拡張し、
複数のプロセッサ間でメモリを共有できるようになります。Samsungが開発した
「Pangea v2」CXLメモリシステムは、データ転送効率を大幅に向上させ、通信ボト
ルネックを削減することで、CXL技術の可能性をさらに広げています。



業界への影響と展望

HBMとCXLは、AIデータセンターのメモリ戦略において、それぞれ異なる、しかし補完
的な役割を担います。HBMは、極限の帯域幅が要求されるコアAI計算に適している一方
で、CXLは、よりコスト効率が高く、拡張性の高い大容量メモリソリューションを提供
します。将来的には、AIサーバーにおいて両技術が協調して機能することが期待されて
います。具体的には、HBMが演算集約型のタスクを処理し、CXLが大規模なデータアク
セスを可能にする共有メモリプールとして機能することで、AIシステムの全体的な性能
と効率を最大化するシナリオが描かれています。Samsung、SK Hynix、Micronといった
主要メモリサプライヤーは、これらの技術の開発競争をリードしており、次世代AIイン
フラの構築において重要な役割を果たすことになるでしょう。

元記事: https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/261834990-samsung-sk-hynix-micron-

hbm-cxl-pangea-v2-ai-data-center-tradingkey

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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SamsungとSK Hynix、AI需要によるHBM不足が2027年
以降も継続すると警告

概要

SamsungとSK Hynixは、AI需要に牽引される高帯域幅メモリ（HBM）の不足が2027年
まで、あるいは2030年まで続く可能性があると警鐘を鳴らしています。この不足は、
GPUやアクセラレータをサポートするAIシステムからの際限ない高速メモリ需要に起

因します。HBMは製造が複雑かつ高コストで、高度なダイスタッキングや精密ボンデ
ィング技術を要します。需要が生産能力の拡大を大幅に上回っており、顧客は数年先
の供給を確保しようと動いています。このHBM需要の波及効果は、DRAM市場全体に

も影響を及ぼし始めており、両社は生産能力と先進パッケージングへの大規模な投資
を通じて対応を強化しています。

公開日 2026年04月30日  Tom's Hardware  アメリカ



詳細

背景：AIブームとメモリ需要の急増

人工知能（AI）技術の急速な進化は、データセンターおよび高性能コンピューティング
（HPC）市場における半導体需要を劇的に変化させています。特に、大規模なAIモデル
の学習や推論を支えるGPUや専用アクセラレータは、膨大なデータを高速に処理するた
めに、極めて高い帯域幅を持つメモリを必要とします。この需要の最前線にあるのが、
High Bandwidth Memory（HBM）です。

HBMの供給不足と長期化の見込み

SamsungとSK Hynixという主要なHBMメーカーは、AI駆動型のHBM需要が予想をはるか
に上回るペースで増加しており、その供給不足が少なくとも2027年まで、一部の予測で
は2030年まで継続する可能性があると警告しています。HBMは、複数のDRAMチップを
垂直に積層し、TSV（Through-Silicon Via）を通じて接続する複雑かつ高コストな技術
です。この製造プロセスには、高度なダイスタッキング、精密なボンディング、そして
洗練されたパッケージング技術が不可欠であり、生産能力の急速な拡大は容易ではあり
ません。

現在のHBM需要は、メーカーの生産能力拡大を著しく上回っており、主要な顧客は数年
先のHBM供給を確保するために、早期予約や長期契約を積極的に行っています。これに
より、HBMの供給充足率は大幅に低下しています。また、HBMへの集中投資と生産リ
ソースのシフトは、より広範なDRAM市場にも影響を及ぼし始めており、DRAM市場全
体の需給バランスがタイトになる傾向が見られます。

メーカーの対応と業界への影響

この状況に対し、SamsungとSK Hynixは、生産能力の積極的な増強と、先進パッケージ
ングおよびメモリ製造施設への大規模な投資を行っています。これには、新工場建設や
既存ラインのHBM向け転換などが含まれます。彼らは、AI時代のメモリ需要に対応する
ための戦略的な重要性を認識し、市場のリーダーシップを維持しようとしています。
HBMの供給不足は、AIハードウェアの市場投入スケジュールやAI技術の普及速度に直接
的な影響を与えるため、今後の半導体産業およびAIエコシステム全体の動向を左右する
重要な要素として注目されています。



元記事: https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/samsung-and-sk-hynix-

warn-ai-driven-memory-shortages-could-last-until-2027-and-beyond-as-hbm-demand-explodes-

customers-already-reserving-supply-years-ahead-while-the-wider-dram-market-begins-to-tighten

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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TSMC、SoIC 3Dスタッキング技術で2029年までに4.5ミク
ロンピッチ達成へ

概要

TSMCは、System on Integrated Chips (SoIC) 3Dスタッキング技術の積極的な開発ロー
ドマップを発表し、2029年までに4.5ミクロンピッチの達成を目指しています。これは

現在の6ミクロンから大幅な微細化となります。SoICは、初期のface-to-backスタッキ
ングの制約を克服し、face-to-face (F2F) スタッキングをサポートするよう進化しまし
た。F2Fスタッキングは、スタックされたダイ間の直接的な信号パスを可能にすること

で、レイテンシ、消費電力、およびルーティングの複雑性を削減する上で極めて重要
です。富士通のスーパーコンピューター用CPU「Monaka」が、TSMCのF2F SoIC技術
の早期採用者として注目されています。従来のトランジスタスケーリングが限界に達

する中、SoICのような先進パッケージング技術が、コンピューティング密度と全体的
な性能を向上させる新たな「スケーリングエンジン」としての役割を果たすことが強
調されています。

公開日 2026年04月29日  Tom's Hardware  アメリカ



詳細

背景：3D積層技術の進化とAI時代の要求

半導体業界では、従来のトランジスタ微細化が物理的、経済的な限界に近づく中で、パ
ッケージング技術が性能向上の新たな主要な手段として注目されています。特に、複数
のチップを垂直に積層する3Dスタッキングは、チップ間の距離を大幅に短縮し、データ
転送速度の向上と消費電力の削減に貢献します。TSMCのSoIC (System on Integrated

Chips)技術は、この分野の最先端を走るものであり、AIや高性能コンピューティング
(HPC)の需要に応えるためにその進化が加速しています。

TSMC SoICのロードマップと技術革新

微細ピッチ化の加速： TSMCは、SoIC 3Dスタッキング技術のロードマップを公開
し、2029年までに現在6ミクロンであるピッチを4.5ミクロンまで微細化する計画で
す。この微細化は、ダイ間の接続密度をさらに高め、より多くの相互接続を可能にす
ることで、システム全体の性能向上に直結します。

Face-to-Face (F2F) スタッキングの導入： 初期世代のSoICはface-to-backスタッキン
グに限定されていましたが、最新世代ではface-to-face (F2F) スタッキングをサポー
トするようになりました。F2Fスタッキングは、積層されたチップの回路面同士を直
接接続するため、信号経路が最短化され、極めて低いレイテンシ、優れた電力効率、
そして簡素化されたルーティングを実現します。これは、特に高速データ転送が要求
されるAIアクセラレータやHPCプロセッサにおいて非常に有利な特性です。

早期採用事例： 富士通のスーパーコンピューター用CPU「Monaka」（Broadcom

製）が、TSMCのF2F SoIC技術の初期採用者として注目されています。これにより、
Monaka CPUは、従来のパッケージングでは困難だったレベルの集積度と性能向上を
実現すると期待されています。



業界への影響と展望

本記事は、SoICのような先進パッケージング技術が、従来のトランジスタスケーリング
に代わる「新しいスケーリングエンジン」として、コンピューティング密度と全体的な
性能を向上させる上で極めて重要であることを強調しています。AI、HPC、データセン
ターといった分野では、チップ内のトランジスタ数だけでなく、チップ間の相互接続性
能とメモリ帯域幅がボトルネックとなるため、3Dスタッキング技術の進化は次世代の半
導体設計と製造において中心的な役割を果たすでしょう。TSMCのSoICロードマップ
は、この技術革新が今後も継続し、半導体業界全体の成長を牽引していく方向性を示し
ています。

元記事: https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-soic-3d-stacking-roadmap-

outlines-path-from-6-micron-pitches-today-to-4-5-micron-in-2029-fujitsus-monaka-cpu-to-benefit-

from-face-to-face-chiplet-stacking

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-soic-3d-stacking-roadmap-outlines-path-from-6-micron-pitches-today-to-4-5-micron-in-2029-fujitsus-monaka-cpu-to-benefit-from-face-to-face-chiplet-stacking
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-soic-3d-stacking-roadmap-outlines-path-from-6-micron-pitches-today-to-4-5-micron-in-2029-fujitsus-monaka-cpu-to-benefit-from-face-to-face-chiplet-stacking
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-soic-3d-stacking-roadmap-outlines-path-from-6-micron-pitches-today-to-4-5-micron-in-2029-fujitsus-monaka-cpu-to-benefit-from-face-to-face-chiplet-stacking


TSMC、2nmプロセス容量の年間70%成長と先進パッケー
ジングの急拡大を予測

概要

TSMCは、2ナノメートル(nm)チップ生産の2026年から2028年における年間70%の複合
成長率を予測し、A13プロセスは2029年までに量産体制に入る見込みです。これは、
人工知能と高性能コンピューティングの需要急増に対応するためです。同社は先進パ

ッケージング能力も積極的に拡大しており、CoWoS容量は2022年から2027年で年間
80%以上、SoIC容量は年間90%以上の成長を見込んでいます。TSMCはアリゾナと熊本
の工場からの生産増も期待しており、最先端プロセスノードと先進パッケージングが

AI需要に牽引され、半導体製造の未来を形成する上で重要な役割を果たすことを強調
しています。

公開日 2026年04月28日  The Economic Times  インド



詳細

背景：AI需要が牽引する半導体技術の進化

世界的な人工知能(AI)と高性能コンピューティング(HPC)の需要は、半導体業界に前例の
ない成長機会をもたらしています。この需要に応えるため、半導体メーカーは、プロセ
スの微細化とパッケージング技術の革新という二つの主要な軸で技術開発を加速させて
います。TSMCは、この動きを牽引する主要企業の一つであり、次世代のプロセスノー
ドと先進パッケージングに関する具体的な成長戦略を発表しています。

TSMCの成長戦略と能力拡大

2nmプロセスとA13の展開： TSMCは、最先端の2ナノメートル(nm)チップ生産にお
いて、2026年から2028年にかけて年間70%という驚異的な複合成長率を予測してい
ます。これは、AIチップの性能要求が非常に高いことに起因しています。さらに、次
世代のA13プロセスは2029年までに量産体制に入る予定であり、これらの先端プロセ
スノードが次世代AIチップの基盤を形成します。

先進パッケージングの大規模な拡大： プロセスノードの微細化だけでなく、先進パ
ッケージングもTSMCの成長戦略の重要な柱です。特に、CoWoS (Chip-on-Wafer-on-

Substrate)技術の容量は、2022年から2027年にかけて年間80%以上という高い成長率
で拡大すると予測されています。また、SoIC (System on Integrated Chips)技術の容
量も年間90%以上増加する見込みです。これらの先進パッケージング技術は、複数の
チップレットや高帯域幅メモリ（HBM）を単一パッケージに統合することを可能に
し、AIアクセラレータの性能と効率を大幅に向上させます。

グローバルな製造拠点の拡大： TSMCは、製造フットプリントをグローバルに拡大し
ており、アメリカのアリゾナ工場と日本の熊本工場からの生産量増加も期待されてい
ます。これにより、地域的なサプライチェーンの強化と、主要顧客への安定供給を目
指します。



業界への影響と展望

TSMCのこれらの発表は、AI需要が半導体製造の未来をどのように形成しているかを明
確に示しています。最先端プロセスノードと先進パッケージング技術の相乗効果が、AI

チップの性能向上と市場拡大の鍵となります。特に、先進パッケージングへの大規模な
投資と能力増強は、AIハードウェアのボトルネックを解消し、次世代AIアプリケーショ
ンの実現を加速させる上で不可欠です。これにより、半導体業界全体の成長が牽引さ
れ、技術革新のペースがさらに加速すると予測されます。

元記事: https://m.economictimes.com/tech/information-tech/tsmc-projects-70-annual-growth-in-2nm-

capacity-through-2028/articleshow/130582361.cms

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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CEA-Leti、ECTC 2026でハイブリッドボンディングと超低
温アニーリング技術の進展を披露

概要

フランスの著名な研究機関CEA-Letiは、ECTC 2026会議で次世代チップ統合における重
要な進展を発表する予定です。特に、高密度3D統合を実現する主要な方法としてハイ
ブリッドボンディングに焦点を当て、1µmまでの超微細ピッチ垂直相互接続を可能に

する技術を実演します。また、100°Cという超低温での直接ハイブリッドボンディング
の成功も披露し、温度に敏感な材料と標準的なCMOSプロセスとのヘテロジニアス統
合を促進します。この研究は、トランジスタゲートスケーリングの鈍化に伴い、エン

ドユーザーが求める性能、電力、フォームファクタの向上を実現する上でハイブリッ
ドボンディングが果たす極めて重要な役割を強調しています。

公開日 2026年05月01日  CEA-Leti  フランス



詳細

背景：チップ統合の新たなフロンティア

半導体技術の進化は、従来のトランジスタ微細化が物理的限界に近づく中で、チップの
集積度と性能を向上させる新たなアプローチを模索しています。特に、複数のチップや
コンポーネントを高度に統合する技術、すなわち先進パッケージングや3D統合が、次世
代の高性能コンピューティング、AI、およびモバイルデバイスの鍵を握っています。フ
ランスの主要な研究機関であるCEA-Letiは、この分野で最先端の研究を進めています。

ハイブリッドボンディング技術の革新

高密度3D統合の実現： CEA-Letiは、今後のECTC 2026会議で、次世代チップ統合にお
ける画期的な進展を発表する予定です。その主要な焦点の一つが、ハイブリッドボン
ディング技術です。ハイブリッドボンディングは、チップまたはウェハー表面を直接
接合することで、極めて微細なピッチ（1µmまで）での垂直相互接続を可能にしま
す。これは、従来のマイクロバンプを用いたアプローチが物理的な限界に達している
状況において、高密度3D統合を実現するための最も有望な技術として認識されてい
ます。CEA-Letiは、1µmピッチのダイ-ツー-ウェハーハイブリッドボンディングテス
ト車両の初のデモンストレーションを行う計画です。

超低温アニーリングのブレークスルー： さらに、CEA-Letiは、100°Cという超低温で
の直接ハイブリッドボンディングのアニーリング（熱処理）に成功したことを発表し
ます。この技術革新は非常に重要であり、温度に敏感な材料や既製のCMOSプロセス
部品を、追加の熱損傷のリスクなしに統合することを可能にします。これにより、よ
り幅広い種類のチップや材料を3D積層アーキテクチャに組み込む道が開かれ、ヘテ
ロジニアス統合の可能性が大きく広がります。



業界への影響と展望

これらの研究成果は、トランジスタゲートスケーリングが限界を迎える中で、最終製品
の性能、消費電力、そしてフォームファクタの向上を実現するために、ハイブリッドボ
ンディングが不可欠な役割を果たすことを強く示唆しています。CEA-Letiは、量子コン
ピューティング向けの超伝導3D相互接続や、5G/6Gおよび車載レーダーシステム向けの
ミリ波アプリケーションに特化したファンアウトウェハーレベルパッケージング
（FOWLP）など、他の革新的な研究も発表する予定です。これらの技術は、将来の高性
能半導体デバイスの開発において重要な基盤となり、様々な産業分野に広範な影響を与
えることでしょう。

元記事: https://siliconsemiconductor.net/article/124117/CEA-Leti_to_present_advances_in_next-

gen_chip_integration_at_ECTC_2026

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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韓国半導体業界、微細化競争からチップ性能を決定する
「パッケージ」技術へ注力

概要

半導体業界は、激しい微細化競争から、特にAIアクセラレータ市場において、先進パ
ッケージングが性能を決定する主要因へとシフトしています。この変化は、2.5Dおよ
び3Dスタッキング、チップレットアーキテクチャの広範な採用に象徴されます。チッ

プレットは、機能特化型チップを単一パッケージに統合し、コストと歩留まりを最適
化します。NvidiaはCoWoSのような2.5Dパッケージングを駆使し、Samsung

ElectronicsとSK Hynixは戦略的な方向性の違いを見せています。このパッケージング重

視の革新は、高性能コンピューティング(HPC)とAIアプリケーションにおける消費電力
と熱放散の管理に不可欠です。

公開日 2026年04月28日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：半導体性能向上のパラダイムシフト

長らく半導体業界を牽引してきたのは、トランジスタの微細化による性能向上でした。
しかし、プロセスノードがナノメートルレベルに達し、微細化に伴う技術的・経済的課
題が増大する中、性能向上の主要なドライバーが変化しつつあります。特に、人工知能
(AI)の爆発的な発展は、チップの設計と製造において新たなアプローチを要求してお
り、その中心にあるのが先進パッケージング技術です。

微細化から先進パッケージングへの転換

本記事は、半導体業界が「チップの性能を決定するのはパッケージングである」という
認識へと移行していることを指摘しています。このトレンドは、2.5Dおよび3Dスタッキ
ング技術、そしてチップレットアーキテクチャの普及によって顕著になっています。

チップレットアーキテクチャ： チップレットは、個別の機能を持つ小さなチップ
（チップレット）を一つのパッケージ内に集積する技術です。これにより、異なるプ
ロセスノードで製造されたチップ（例えば、最先端ロジックと成熟したI/O）を組み
合わせることが可能となり、コストと歩留まりを最適化しつつ、システム全体の性能
を向上させることができます。

2.5D/3Dスタッキング： Nvidiaは、AI半導体市場の80%以上を占めており、TSMCの
CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)のような2.5Dパッケージング技術を積極的に活
用しています。これは、GPUとHBM（高帯域幅メモリ）をシリコンインタポーザ上
に横並びに配置する技術で、データ転送速度を劇的に向上させます。3Dスタッキン
グはさらに、チップを垂直方向に積層することで、より高い集積度と短い接続経路を
実現し、電力効率と性能を向上させます。

韓国企業の戦略： 韓国の主要半導体企業であるSamsung ElectronicsとSK Hynixは、
HBMなどの先進メモリ技術において主導的な役割を担っていますが、先進パッケー
ジングへのアプローチには戦略的な違いが見られます。台湾も積極的に先進パッケー
ジングインフラを拡大しており、競争が激化しています。



業界への影響と展望

このパッケージング中心の革新は、高性能コンピューティング(HPC)やAIアプリケーシ
ョンにおける消費電力と熱放散の管理という喫緊の課題への対応策としても重要です。
従来のトランジスタスケーリングが限界に近づく中で、先進パッケージングは、次世代
半導体の性能向上、コスト最適化、そして市場投入までの時間短縮を実現するための不
可欠な技術となっています。今後、この分野への投資と技術革新が、半導体業界全体の
競争力とAI技術の進化速度を決定づける重要な要素となるでしょう。

元記事: https://kr.economy.ac/news/2026/02/202602288323

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://kr.economy.ac/news/2026/02/202602288323


イーロン・マスクがテスラ「テラファブ」構想を発表：AI
半導体の自社生産とサプライチェーン垂直統合へ

概要

テスラCEOのイーロン・マスクは、AIチップを自社生産するための「テラファブ」構
想を発表しました。これは、来るべき半導体供給不足への懸念から生じたもので、AI

ブームによって需要がさらに悪化すると予測されています。マスク氏はこのテラファ

ブを、ファウンドリ、メモリ、先進パッケージング能力を含む完全に垂直統合された
施設と構想しており、主要ファウンドリに匹敵する生産レベルを目指します。この動
きは、半導体製造を国内に回帰させる米国の戦略とも一致し、サプライチェーンの強

化と地政学的リスクの分散を意図しています。先進パッケージングは、この半導体自
給自足化推進において不可欠な要素として強調されています。

公開日 2026年04月29日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：AI時代の半導体供給リスクと国家戦略

近年、人工知能（AI）の急速な発展は、高性能半導体、特にAIチップの需要を爆発的に
増加させています。しかし、このAIブームは、潜在的な半導体供給不足のリスクを顕在
化させ、サプライチェーンの脆弱性に対する懸念が高まっています。このような状況下
で、各国は半導体製造の国内回帰を目指し、サプライチェーンの強靭化を図る動きを強
めています。

テスラの「テラファブ」構想と垂直統合

テスラCEOのイーロン・マスク氏は、この半導体供給リスクに対応するため、AIチップ
を自社で生産する「テラファブ」構想を発表しました。この取り組みは、今後数年間で
AI半導体の供給不足が深刻化するとの懸念から発しています。マスク氏は、テラファブ
を、ファウンドリ、メモリ製造、そして先進パッケージング能力をすべて内包する、完
全に垂直統合された施設と位置づけています。最終的には、主要な半導体ファウンドリ
に匹敵する生産規模を達成することを目指しています。

自社生産のメリット： このような国内での自社生産モデルは、主要なAIデータセン
ター顧客との距離を縮め、リードタイムの短縮、地政学的リスクの分散といったメリ
ットをもたらすと期待されています。また、チップ設計から製造、パッケージングま
でを一貫して管理することで、製品の最適化とイノベーションの加速も視野に入れて
います。

先進パッケージングの重要性： 本記事は、この半導体自給自足化の推進において、
先進パッケージングが極めて重要な構成要素であることを強調しています。最先端の
AIチップは、プロセスノードの微細化だけでなく、複数のチップレットや高帯域幅メ
モリ（HBM）を効率的に統合する先進パッケージング技術に大きく依存しており、
テスラのテラファブ構想もこの点を重視しています。



業界への影響と展望

テスラのテラファブ構想は、半導体サプライチェーンにおける垂直統合の重要性を改め
て浮き彫りにしています。大手テック企業が自社で半導体製造に乗り出す動きは、既存
のファウンドリビジネスモデルに新たな競争をもたらす可能性を秘めています。また、
これは米国が半導体製造能力を国内に確立し、「エンド・ツー・エンド」のサプライチ
ェーンを構築しようとする国家戦略とも一致しており、今後の半導体業界の構造変化に
大きな影響を与える可能性があります。

元記事: https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289469

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289469


SamsungとSK Hynix、長期供給契約の強化でDRAM市場
の主導権を固める戦略

概要

Samsung ElectronicsとSK Hynixは、DRAMスーパーサイクルが2027年後半まで続くと
の予測を受け、安定した収益性を確保するためメモリの長期供給契約（LTA）を積極的
に拡大しています。この戦略には、顧客からの前払い金を大幅に増額し、購入量未達

の場合に没収するなどの厳しい条件が含まれます。IntelはEMIBやFoverosといった先進
パッケージング技術でHBMをチップに統合していますが、メモリ自体は外部サプライ
ヤーに依存しています。記事は、日本が短期間でHBM量産体制を確立することは困難

とみており、韓国企業がメモリ供給における優位性を維持すると予測。SK Hynixは
Microsoftとの複数年DDR5供給契約を締結し、GoogleとのHBM供給も協議中で、高付
加価値メモリと戦略的パートナーシップへのシフトが加速しています。

公開日 2026年04月28日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：予測されるDRAMスーパーサイクルと市場戦略

半導体市場、特にDRAM分野では、人工知能(AI)の需要急増を背景に、2027年後半まで
長期的な「スーパーサイクル」が継続すると予測されています。このような市場環境に
おいて、主要メモリメーカーであるSamsung ElectronicsとSK Hynixは、安定的な収益性
と市場における主導権を確保するため、戦略的な動きを加速させています。

長期供給契約（LTA）の強化

両社は、顧客との長期供給契約（LTA）を積極的に拡大しています。このLTAには、従来
よりも厳格な条件が盛り込まれており、例えば、顧客からの大幅な前払い金が増額さ
れ、合意された購入量に達しなかった場合にはその前払い金が没収される条項が含まれ
るようになっています。これにより、メーカーは将来の需要をより確実に予測し、生産
計画の安定化と財務リスクの軽減を図ることができます。この戦略は、需要変動の激し
い半導体市場において、予測可能な収益を確保するための重要な手段となっています。

IntelとHBMの課題

記事では、IntelがEMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge）やFoverosといった
先進パッケージング技術を用いて、HBMをプロセッサに統合する能力を持つことに触れ
ています。これらの技術は、チップレットベースの設計を可能にし、高性能コンピュー
ティング（HPC）やAIチップの性能向上に貢献します。しかし、Intel自身はメモリ製造
能力を持たないため、HBM自体は外部サプライヤー、すなわちSamsungやSK Hynixのよ
うな企業からの調達に依存せざるを得ない構造的課題を抱えています。このことは、メ
モリ技術、特にHBMの供給が半導体業界全体における戦略的なボトルネックとなってい
ることを示唆しています。



韓国企業の優位性と展望

本記事は、日本が短期的にHBMの量産システムを確立することは困難であると分析して
おり、これにより韓国企業が引き続きメモリ供給において優位性を維持するとの見方を
示しています。実際に、SK HynixはMicrosoftと複数年にわたるDDR5メモリ供給契約を
締結したほか、GoogleとのHBM供給についても協議を進めています。これらの動き
は、メモリ市場が高付加価値製品へのシフトを加速させており、戦略的なパートナーシ
ップを通じて市場リーダーシップを固めるという、韓国企業の明確な方向性を示してい
ます。

元記事: http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-lci/1/7/00000

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-lci/1/7/00000


Samsung、HBM4市場でのリーダーシップ確立に向けハ
イブリッドボンディング技術へ大規模投資

概要

Samsung Electronicsは、第6世代高帯域幅メモリ（HBM4）市場でのリーダーシップを
強化するため、ハイブリッドボンディング技術に大規模な投資を行っています。同社
は、最近量産を開始したHBM4の競争力向上のため、国内生産施設にハイブリッドボ

ンディングライン設備を順次導入しています。この積極的な動きは、Samsungを
HBM4市場の最前線に位置づけています。一方、SK HynixやMicronといった競合他社
も、特に主要顧客NvidiaへのHBM4供給確保に向けて努力を強化しており、次世代メモ

リ分野での熾烈な競争が繰り広げられています。ハイブリッドボンディング技術の採
用は、将来のHBM世代に求められる高い性能と密度を実現するために不可欠です。

公開日 2026年05月01日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：AI時代のメモリ性能競争の激化

人工知能（AI）の急速な発展は、半導体メモリ、特に高帯域幅メモリ（HBM）の性能と
集積度に対する要求を劇的に高めています。HBMは、複数のDRAMチップを垂直に積層
し、プロセッサと高速に接続することで、従来のメモリをはるかに超える帯域幅を提供
します。第6世代にあたるHBM4は、さらなる高性能化と高密度化が求められており、
この市場でのリーダーシップを巡って主要メーカー間の競争が激化しています。

Samsungのハイブリッドボンディング戦略

Samsung Electronicsは、HBM4市場での優位性を確立するため、最先端のハイブリッド
ボンディング技術に大規模な投資を行っています。ハイブリッドボンディングは、チッ
プ間の直接的な銅-銅接合を可能にし、従来のマイクロバンプを用いた接続よりもはる
かに微細なピッチと高い接続密度を実現します。これにより、信号の完全性が向上し、
HBMの性能、電力効率、および信頼性が飛躍的に高まります。

Samsungは、最近量産を開始したHBM4の競争力強化を目的に、国内の生産施設にハイ
ブリッドボンディングのライン設備を順次導入しています。この技術は、将来のHBM世
代がAIや高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの増大する要求に応える
上で不可欠であり、Samsungはこの分野で先行投資を行うことで、市場リーダーとして
の地位を固めようとしています。

競合他社の動向と市場展望

Samsungの積極的な動きに対し、SK HynixやMicronといった競合他社も、HBM4の供給
確保に向けて努力を intensified しています。特にNvidiaのような主要なAIチップメーカ
ーへの供給は、市場シェアを獲得する上で決定的な要素となるため、次世代HBMを巡る
競争は今後さらに激化すると予想されます。ハイブリッドボンディング技術の普及は、
HBMの製造プロセスを根本的に変革し、より高性能で高密度なメモリの開発を加速させ
るでしょう。これにより、AIとHPC分野における技術革新のペースがさらに加速すると
ともに、HBM市場における技術覇権を巡る争いが一層注目されることになります。

元記事: https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289474

https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289474


収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



台湾Nanya TechnologyがNvidiaのLPDDR5Xサプライヤ
ーに、AI推論市場での存在感高まる

概要

台湾のメモリ半導体企業Nanya Technologyが、Nvidiaの低電力DDR（LPDDR）メモリ
のサプライヤーとなりました。これは、TSMCの支援による半導体パッケージングプロ
セスの最適化が製品品質向上に貢献した結果です。AI市場では、トレーニングAI向け

のHBMとは異なり、推論AIで電力効率と熱管理が重視され始めています。LPDDR5X

は、性能と効率の最適なバランスを提供し、Nvidiaの次期Vera Rubinプラットフォーム
のVera CPUに供給される予定です。SamsungもLPDDR6で動的電圧・周波数スケーリ

ングなどの革新を進めており、先進メモリ市場での競争が激化しています。

公開日 2026年04月29日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：AI市場におけるメモリの多様化

人工知能（AI）市場の拡大は、高性能コンピューティング（HPC）におけるメモリ需要
を劇的に高めていますが、その要求は単一の技術に留まりません。AIモデルの「トレー
ニング（学習）」には極限の帯域幅を持つHBM（高帯域幅メモリ）が不可欠である一方
で、「推論」といったリアルタイム処理やエッジAIデバイスでは、電力効率と熱管理が
より重要な要素となります。このような多様なAIの要求に応えるため、LPDDR（低電力
DDR）メモリの役割が再評価されています。

Nanya TechnologyのNvidia LPDDR5X供給への参入

台湾を拠点とするメモリ半導体メーカーNanya Technologyは、NvidiaのLPDDRメモリサ
プライヤーとして名を連ね、市場での存在感を高めています。この成功は、TSMCの協
力のもと、Nanyaが半導体パッケージングプロセスを最適化し、製品の品質を大幅に向
上させた結果とされています。特にAI推論市場では、HBMのような絶対的な速度より
も、ワットあたりの性能や熱設計の容易さが重視される傾向にあり、LPDDR5X、あるい
はSOCAMM2メモリモジュールが最適なバランスを提供すると見られています。

Nvidiaの次期「Vera Rubin」プラットフォームは、Rubin GPUにはHBM4を、そしてVera
CPUにはLPDDR5Xを採用する予定であり、NanyaはこのVera CPU向けのLPDDR5Xを供給
する計画です。この動きは、NvidiaがAI推論向けにLPDDRの採用を拡大していることを
示しており、Nanyaにとって大きなビジネスチャンスとなります。

先進メモリ市場の競争と革新

LPDDR市場においても競争は激化しています。Samsung Electronicsは、LPDDR6におい
て、動的電圧・周波数スケーリング（DVFS）やスマート電源管理といった新機能を導
入し、さらなるエネルギー効率の向上を目指しています。これらの技術は、AI対応スマ
ートフォンやノートPCなど、電力制約の厳しい環境でのAI処理を最適化するために不可
欠です。Nanya TechnologyのNvidiaサプライヤーへの参入は、台湾のメモリ産業の技術
力を示唆するとともに、HBMだけでなくLPDDRのような多様なメモリソリューションが
AIエコシステム全体で重要性を増していることを浮き彫りにしています。

元記事: #



収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



NANDフラッシュ価格高騰と中国メモリメーカーの技術追
撃

概要

NANDフラッシュ価格の急騰は、半導体業界に期待と警戒の両方をもたらしており、
現在の好況の持続性について様々な見方がされています。中国のメモリメーカーYMTC

は、ハイブリッドボンディング技術に関する特許を積極的に確保し、技術格差の縮小

に注力しています。DRAM分野では、韓国と中国の技術差が大きく縮まり、中国企業
CXMTはDDR5の生産を昨年後半から開始しました。さらに、中国企業は国内需要を背
景にHBM市場への参入も視野に入れており、SamsungやSK Hynixなどの既存プレーヤ

ーにとって競争が激化する可能性を示唆しています。この積極的な技術追求と市場参
入の動きは、メモリ分野の複雑な競争環境を形成しています。

公開日 2026年04月30日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：メモリ市場の価格変動と技術競争

半導体市場、特にメモリ分野では、価格の変動が業界全体の景況感を大きく左右しま
す。近年、NANDフラッシュメモリの価格が急騰しており、これは一時的な市場の好況
を示すものとして期待される一方で、その持続性には様々な警戒の視線が向けられてい
ます。このような状況下で、中国のメモリメーカーは技術開発と市場参入を加速させ、
既存のプレーヤーに対する挑戦を強めています。

中国メモリメーカーの技術追撃

NANDにおけるハイブリッドボンディング： 中国のNANDフラッシュメーカーであ
るYMTC（長江存儲科技）は、先進パッケージング技術の一つであるハイブリッドボ
ンディングに関する特許を積極的に取得しており、この分野での技術力向上に注力し
ています。ハイブリッドボンディングは、チップ間の接続密度と性能を大幅に向上さ
せる技術であり、次世代NANDフラッシュの競争力において重要な要素となります。
YMTCのこの動きは、技術格差を縮め、国際市場での存在感を高めようとする中国の
意欲を示しています。

DRAM分野での進展： DRAM市場においても、韓国と中国の技術格差はかつてより
も大きく縮小しています。中国のCXMT（長鑫存儲）は、昨年後半からDDR5メモリ
の生産を開始しており、これは技術的な成熟度と量産能力の向上を明確に示していま
す。DDR5は、最新のデータセンターや高性能PCで採用される次世代DRAM標準であ
り、この分野での中国企業の参入は、韓国の主要メーカーにとって新たな競争圧力と
なるでしょう。

HBM市場への参入意欲： さらに、中国企業は、国内のAI需要を背景に、高帯域幅メ
モリ（HBM）市場への参入も視野に入れています。HBMは、AIチップにとって不可
欠なコンポーネントであり、SamsungやSK Hynixが市場をリードしていますが、中国
企業の参入は、この高付加価値市場における競争をさらに激化させる可能性がありま
す。



業界への影響と展望

NAND価格の高騰と中国メモリメーカーの積極的な技術追撃は、メモリ半導体市場の競
争環境を複雑化させています。技術格差の縮小と新たな市場参入者の登場は、既存の主
要プレーヤーにとって、さらなる技術革新と効率的な生産体制の構築を迫るものとなり
ます。今後も、メモリ市場の需給バランスは変動しやすく、特に中国企業の動向が世界
の半導体サプライチェーンに与える影響は大きいと予測されます。

元記事: #

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



Intel、先進プロセス競争から先進パッケージングへの戦略
的転換

概要

Intelは、TSMCとの先進プロセスノード競争から戦略的に転換し、先進パッケージング
技術を主要な差別化要因として注力するとの報道があります。この新戦略は、AIカス
タムチップ（ASIC）市場でのシェア拡大を目指すものです。外部メディアは、Intelが

最先端製造におけるTSMCとの競争の難しさを認識していると報じています。Intelは、
FoverosやEMIBといったパッケージング革新の専門知識を活用し、AIおよび高性能コン
ピューティングアプリケーション向けに高度に統合されたカスタムソリューションを

提供することで、TSMCのファウンドリ支配に対する強力な対抗戦略を構築しようとし
ています。この方針転換は、AI時代におけるシステム全体の性能が、トランジスタ密
度だけでなく、チップレットやコンポーネントの効果的な統合によっても決定される

という認識を反映しています。

公開日 2026年04月26日  Yahoo!奇摩股市- 傳產綜合  台湾



詳細

背景：半導体競争環境の変化とIntelの課題

半導体業界は、常に技術革新と激しい競争の場であり続けてきました。特に最先端のプ
ロセスノードでは、TSMCが長らく主導的な地位を占めており、Intelは近年、ファウン
ドリ事業での巻き返しを図る中で、TSMCとの直接的な競争に苦戦していました。人工
知能（AI）の台頭は、この競争環境をさらに複雑化させ、チップ設計と製造において新
たな戦略を要求しています。

Intelの戦略的転換：先進パッケージングへの注力

本記事は、Intelが従来の最先端プロセスノードにおけるTSMCとの直接競争から方針を
転換し、先進パッケージング技術を主要な差別化要因として位置づける新たな戦略を採
用したと報じています。この戦略の転換は、AIカスタムチップ（ASIC）市場でのシェア
拡大を主な目的としています。

Intelは、長年の経験と技術開発を通じて、 Foverosや EMIB（ Embedded Multi-die

Interconnect Bridge）といった先進パッケージング技術において独自の強みを持ってい
ます。Foverosは、複数のロジックチップを垂直に積層する3Dスタッキング技術であ
り、EMIBは、異なるダイをシリコンブリッジで接続する2.5Dパッケージング技術です。
これらの技術を活用することで、Intelは、単一のモノリシックチップに頼ることなく、
異なる機能を持つチップレットを高度に統合し、高性能でカスタマイズされたAIおよび
高性能コンピューティング（HPC）向けソリューションを提供しようとしています。

業界への影響と展望

このIntelの戦略的転換は、AI時代における半導体性能の定義が変化していることを示し
ています。すなわち、チップの性能はもはや単一のトランジスタ密度だけでなく、異な
るチップレットやコンポーネントがいかに効率的かつ効果的に統合されるかによっても
大きく左右されるという認識が広まっています。Intelは、自社の先進パッケージング技
術を強みとすることで、TSMCが支配的なファウンドリ市場において、差別化された価
値を提供し、AIチップ市場で競争力を高めることを目指しています。



この動きは、半導体業界全体における先進パッケージングの重要性をさらに高め、チッ
プレットエコシステムの発展を加速させることでしょう。将来的には、より多くの企業
が特定分野の専門技術を組み合わせる形で、複雑なAIシステムを構築する方向へと進む
可能性が高く、Intelのこの戦略がその潮流をさらに強固にするかもしれません。

元記事: #

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



ベイン・アンド・カンパニー、AIブームが引き起こす第二
の半導体供給危機を警告

概要

コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは、「AI狂乱」に起因する第二の
グローバル半導体供給危機が再燃する可能性について懸念を表明しています。大規模
AIモデルの学習に不可欠なGPU需要の急増に加え、AI搭載スマートフォンやノートPC

の需要増加がサプライチェーンに大きな圧力をかけています。地政学的緊張もリスク
を高めており、サプライチェーンの断片化がボトルネックを生む原因となっていま
す。SK Hynixは既にHBM3E 12層製品の量産を開始し、NvidiaのBlackwellプラットフォ

ームへの高需要に対応していますが、SamsungやTSMCなど少数の企業しか先端チップ
を量産できないため、サプライチェーンは依然として需要の急激な変化に脆弱です。

公開日 2026年04月28日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：AIブームとサプライチェーンの脆弱性

近年、人工知能（AI）技術の爆発的な発展は、半導体業界に未曽有の需要をもたらして
います。しかし、この「AI狂乱」とも呼ばれる急激な需要の増加は、同時に新たな供給
危機のリスクをはらんでいます。コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニー
は、過去数年間の半導体不足を彷彿とさせる、第二のグローバル半導体供給危機が再燃
する可能性について警告を発しています。

AI需要が引き起こす新たなボトルネック

AIモデルの学習（トレーニング）には、NvidiaのGPUに代表される高性能なAIアクセラ
レータが不可欠です。これらのGPUに対する需要は天井知らずに増加しており、供給が
追いつかない状況が続いています。さらに、AI機能を搭載したスマートフォンやノート
PCなど、コンシューマ向けデバイスの需要も高まっており、これが半導体サプライチェ
ーン全体に多大な圧力をかけています。

現在の半導体サプライチェーンは、NvidiaがGPUを設計し、TSMCが製造し、ASMLが主
要な製造装置を供給するといった具合に、高度に専門化され、断片化されています。こ
の複雑な相互依存関係は、サプライチェーンのどこか一か所でもボトルネックが発生す
れば、全体が麻痺する可能性があるという脆弱性を内包しています。地政学的緊張もま
た、サプライチェーンの混乱リスクを高める要因となっています。

主要企業の対応と課題

こうした状況に対応するため、主要なメモリメーカーは生産能力の増強を急いでいま
す。SK Hynixは、既にHBM3E 12層製品の量産を開始しており、NvidiaのBlackwellプラッ
トフォームに対する高い需要に応えようとしています。しかし、最先端のチップを量産
できる企業は、Samsung ElectronicsとTSMCなどごく少数に限られており、これがサプ
ライチェーンを本質的に脆弱にしています。需要の急激な変化に対して、限られた生産
能力しか持たないこれらの企業がどこまで対応できるかが、今後のAI技術の発展速度を
左右する鍵となります。



業界への影響と展望

ベイン・アンド・カンパニーの警告は、AI技術の発展がもたらす恩恵と同時に、それに
伴う新たなリスクを浮き彫りにしています。半導体サプライチェーンの強靭化と多様化
は、もはや企業個別の課題ではなく、国家レベルでの戦略的課題となっています。今
後、AI需要が継続的に増加する中で、半導体メーカー、装置メーカー、そして政府機関
が連携し、供給能力の拡大とサプライチェーンの安定化に向けた取り組みを加速させる
ことが不可欠となるでしょう。

元記事: https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289365

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://kr.economy.ac/news/2026/04/202604289365


SamsungのGAA技術、TSMC CoWoSとの競争における信
頼性確保の課題

概要

SamsungのGate-All-Around (GAA) 技術は、特にTSMCのCoWoS (Chip-on-Wafer-on-

Substrate) 技術がAIチップ生産の事実上の標準となる中、TSMCとの競争で大きな課題
に直面しています。OpenAIのTigrisプロジェクトなど大規模な計算処理には先進パッ

ケージングが不可欠ですが、Samsungは現時点でTSMCほどの信頼を十分に確保できて
いないと認識されています。Nvidiaのチップ生産においてTSMCが最も熟練したメーカ
ーであるという現実が、OpenAIを含む多くの企業がTSMCを好む決定に影響を与えて

います。この選好は、Nvidiaと同じ生産ラインを利用することで得られる設計資産や
サプライチェーンの効率性によっても促進されています。Samsungは、この先進パッ
ケージング分野における技術的課題を克服し、市場シェアを獲得するために信頼性を

高める必要があると強調されています。

公開日 2026年04月28日  The Economy Korea  韓国



詳細

背景：次世代AIチップ競争と先進技術の重要性

人工知能（AI）チップの性能は、単なるトランジスタの微細化だけでなく、チップ設計
と製造、さらにはパッケージング技術の統合によって決定される時代に入っています。
特に、高帯域幅メモリ（HBM）と複数のコンピューティングダイを効率的に接続する先
進パッケージングは、AIアクセラレータの性能を最大限に引き出す上で不可欠です。こ
の分野において、TSMCのCoWoS技術は事実上の業界標準としての地位を確立しつつあ
り、SamsungのGate-All-Around（GAA）技術が直面する課題が浮き彫りになっていま
す。

Samsung GAAとTSMC CoWoSの競争課題

Samsungは、次世代プロセスノードのキーテクノロジーとしてGAA（Gate-All-

Around）トランジスタ技術を推進していますが、最先端AIチップの生産、特に先進パッ
ケージング分野において、TSMCのCoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)技術との競争
で苦戦していると指摘されています。OpenAIの「Tigris」プロジェクトのような大規模
な計算処理能力を必要とするAIワークロードでは、先進パッケージングの信頼性と実績
が極めて重視されます。

信頼性のギャップ： 現在、Samsung Electronicsは、TSMCと比較して、AIチップ生産
における十分な信頼を市場から得られていないと分析されています。これは、技術的
な成熟度、生産能力、そして顧客との連携体制など、複数の要因に起因する可能性が
あります。

NvidiaとTSMCのエコシステム： Nvidiaのような主要なAIチップ設計企業が、TSMC
を最も熟練した製造パートナーとして信頼しているという現状は、OpenAIのような
AI開発企業がTSMCの製造サービスを選択する主要な理由の一つとなっています。
Nvidiaと同じ生産ラインを使用することで、設計資産の共有、サプライチェーンの効
率化、そして安定した歩留まりといった貴重なメリットが得られるためです。



Samsungの今後の方向性

本記事は、SamsungがAIチップ市場で効果的に競争し、市場シェアを獲得するために
は、まずこの先進パッケージング分野における技術的課題を克服し、顧客からの信頼を
確実に得る必要があると強調しています。具体的には、CoWoSに匹敵するか、それを凌
駕するパッケージングソリューションの開発と、安定した量産能力の確立が求められま
す。SamsungのGAA技術が次世代チップの基盤となる一方で、最終製品としてのAIチッ
プの性能と市場競争力は、先進パッケージングとのシームレスな統合によって大きく左
右されるため、この分野での継続的な投資とイノベーションが不可欠です。

元記事: #

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



最新半導体ニュース：Google AIチップ動向、パッケージ
ング投資と装置需要回復

概要

2026年4月25日の半導体業界ニュースは、Googleの最新AIチップ開発動向、特にレイ
テンシ、消費電力、AIトランザクションあたりのコスト削減への注力を伝えていま
す。また、パッケージング技術への投資拡大と半導体製造装置需要の回復が報じら

れ、ハードウェアとファウンドリの市場における地位向上が示唆されています。
DRAMおよびNAND分野での設備投資改善により、Lam Researchのような主要装置メ
ーカーの成長見通しが強化されていることも注目点です。メモリの設備投資サイクル

回復は、最先端ロジック以外のウェハー製造装置需要も広げつつあります。

公開日 2026年04月25日  note  日本



詳細

背景：加速するAI技術競争と半導体業界の動向

人工知能（AI）技術の進化は止まることなく、クラウドからエッジまで、あらゆるコン
ピューティング領域でその影響力を増しています。これに伴い、AI処理に特化した半導
体チップの開発競争が激化しており、性能だけでなく、効率性やコストも重要な評価軸
となっています。同時に、この需要を支える半導体製造サプライチェーン全体、特にパ
ッケージング技術と製造装置市場に大きな変化が訪れています。

GoogleのAIチップ戦略と効率化への注力

最新の半導体ニュースでは、Googleが自社開発を進めるAIチップにおいて、特にレイテ
ンシの削減、消費電力の低減、そしてAIトランザクションあたりのコスト効率向上に重
点を置いていることが報じられました。これは、AIモデルの複雑化と大規模化が進む中
で、処理性能だけでなく、運用コストや環境負荷といった実用面での課題解決が不可欠
となっている現実を反映しています。Googleのようなハイパースケーラーが自社チップ
開発に力を入れる背景には、既存の汎用チップでは満たしきれない、AIワークロードに
特化した最適化への強いニーズがあります。

パッケージング投資の拡大と装置需要の回復

AIチップの性能向上には、プロセスの微細化に加え、複数のチップを高度に統合する先
進パッケージング技術が不可欠です。レポートでは、このパッケージング技術への投資
が拡大していることが強調されており、これはAIチップが要求する高帯域幅と高集積度
を実現するための業界全体のトレンドを示しています。このような背景から、半導体製
造装置市場の需要も回復基調にあり、特にDRAMやNANDといったメモリ分野での設備
投資の改善が顕著です。

半導体装置メーカーへの影響： Lam Researchのような主要な半導体製造装置メーカ
ーは、DRAMおよびNANDの設備投資サイクルが回復していることに加え、AI関連ツ
ールへの持続的な需要に支えられ、成長見通しが強化されています。これは、メモリ
市場の活況が装置業界全体に良い影響を与えていることを示唆しています。

ウェハー製造装置需要の広がり： メモリの設備投資回復は、最先端ロジック分野に
限定されがちだったウェハーファブ装置の需要を、より広範な分野へと広げつつあり
ます。これにより、半導体産業全体が安定した成長軌道に乗る可能性が示唆されてい
ます。



業界への影響と展望

これらの動向は、半導体業界がAIを最大の成長エンジンとし、プロセス技術とパッケー
ジング技術の双方で革新を続けることを示しています。特に、ハードウェアとファウン
ドリの市場における地位が向上しており、AIチップのエコシステム全体を支える基盤と
しての重要性が増しています。今後も、AI技術の発展とそれに伴う半導体需要の変化
が、業界の投資と技術開発の方向性を決定づける主要因となるでしょう。

元記事: https://note.com/semicon_news/n/n848d095ada1c

収集日: 2026年05月02日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://note.com/semicon_news/n/n848d095ada1c


半導体業界における2026年の主要トレンド グローバル調
査レポート

概要

本記事はSDKI Analyticsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。SDKI Analytics

は、2026年における半導体業界の主要なトレンドを分析するグローバル調査レポート
を発表しました。レポートは、特にAIインフラの拡大が市場を牽引し、GPU、アクセ

ラレータ、HBMシステムが重要な役割を果たすと予測しています。また、後工程の生
産能力増強、特にヘテロジニアス統合とチップレット設計がAIチップの需要に応える
鍵となるでしょう。
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詳細

本記事はSDKI Analyticsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

本レポートは、SDKI Analyticsが2026年を対象期間として発行した、半導体業界におけ
る主要なトレンドを分析するグローバル市場調査レポートです。主要な対象市場として
は、人工知能（AI）インフラストラクチャ、高性能コンピューティング（HPC）、自動
車用半導体などが含まれます。

主要な調査結果

AIインフラの拡大が半導体市場の主要な推進力となり、GPU、アクセラレータ、高帯
域幅メモリ（HBM）システムがその中心的な役割を果たすと予測されています。

半導体製造の後工程における生産能力の強化、特にヘテロジニアス統合およびチップ
レットベースの設計が、AIチップの増大する需要に対応するための鍵となります。

TSMCの3DFabricプラットフォーム（CoWoS、SoIC、InFO、SoWなど）は、同社の技
術ロードマップと先進パッケージング戦略の中核を成します。

2026年には、世界の半導体売上高が1兆ドルに達するか、それを超える勢いであり、
HPCチップとメモリが市場を牽引し続ける見込みです。

電気自動車（EV）の普及拡大は、車載半導体の安定した長期的な需要を促進し、車
両あたりの半導体搭載量が増加すると予測されています。

発行会社について

SDKI Analyticsは、多様な産業分野における詳細な市場調査レポートを提供するグロー
バルな市場調査会社です。同社は、最新の技術トレンド、市場規模、成長予測、競争環
境に関する深い洞察を提供し、企業の戦略策定を支援しています。
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